
Agujeros de la placa de cobre mínimo .025 AVG,. 020 min. Los orificios no se pueden enchufar
Este PN requirió la impedancia del 10%, taladro del laser de 8mil, POFV, apilado vía, persiana del
laser vía el taladro a través de 6mil dieléctrico y el enchufe y la galjanoplastia planos vía

El paquete con la película transparente descolorida de la burbuja, 25 PC/bolso, puso el desecante en
flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en lado superior

Estructura de la capa





Compañía de circuitos impresos desnuda

https://www.o-leading.com/es/news/Four-special-plating-methods-for-circuit-boards.html

